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創作名稱：精小化晶元封裝結構  

創作摘要：  

一種精小化晶元封裝結構，係為了改善習見電晶體封

裝體積過大且影響散熱等情事，而以包括有複數塊狀引指

之導線架供晶片貼合承置，於該導線架之各塊狀引指與晶

片間分別接設有可導通之金屬導線，藉此並特別選定設置

金屬導線部位封裝，進而形成有結構體積精巧之封膠體，

令該封膠體位於打線部位構成密封，並預留引指底面具有

外電性之導接面，俾達成精減晶片封裝完成後結構體積、

增進晶片對外傳輸效率及散熱速率之效益者。  

(一 )、本案代表圖為：第一圖  

創作說明：  

【創作之技術領域】  

本創作係有關一種精小化晶元封裝結構，尤指一種縮

減封裝後晶體其結構體積、增進晶片散熱及傳輸速率，並

能兼顧封裝成本降低之晶元封裝結構設計者。  

【先前技術】  

按現今的電晶體在被要求處理或連續儲存龐大資料且

多功進行之下，例如電腦在使用同時經常同步開啟多種程

式，極易發生電晶體過熱現像，因而造成系統不穩定等瑕

疵，又現今開發出來的 DDRII等晶片，亦存在有運作時溫

度過高之疑慮，因此考量電晶體散熱速率，一直是高階電

晶體開發時必需改善之重點。其次，現今電子及資訊相關

產品，均一再要求朝向精小化及多功能化設計，以符合隨
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身使用及消費者多樣需求，是以不僅限縮電路板可使用之

空間，相對的必需令電晶體等電子元件體積更小。 

惟習見的電晶體封裝組成結構，請參考第十四圖及第   

十五圖所示，係以一具有複數條片狀接腳 101之外電性導

線架 10提供一晶片 20承載，並於晶片 20其接點與導線架 10

各接腳 101（引指）間焊設有金屬導線 30，藉此使晶片 20

可透過導線架 10與外界接通（例如電路板等），又該晶片

20及導線架 10外部並採以塑膠或陶瓷等絕緣材料施以封

裝，進而構成一密封狀態之封膠體 40。由此可見，習知電

晶體封裝組成結構，不僅因封膠體 40全面封裝而致體積增

大；且如採用低廉的封膠材料時，將影響晶片 20散熱速率

，反之採用高貴的封膠材料，又因全面封裝而致成本無法

降低，是以其封裝結構存在著魚與熊掌不能得兼之矛盾；

另者，習見的導線架 10係以長條片彎摺狀接腳 101作為晶

片 20之外電元件，如第十五圖所示，是以接腳 101其接收

點Ａ與電路板接點Ｂ相對距離過長，因而直接影響傳輸速

率，難以符合高階晶體之使用要求。  

【創作內容】  

本創作主要目的，在於提供一種精小化晶元封裝結構

設計，惟藉以導線架之塊狀引指結構改良，並配合晶片打

線部位的封膠體精巧化結構之實施設計，俾達成降低封裝

成本、增進晶片散熱速率，並縮減電晶體其結構體積之多

重功效增進者。  

依上述目的，本創作係實施以包括有複數矩形塊狀引
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指之導線架供至少一晶片貼合承置於上置面，於該導線架

之各引指下端面與晶片間分別接設有可導通之金屬導線，

藉此並特別選定設置金屬導線部位以絕緣材料封裝，進而

形成有結構體積精巧之封膠體，令該封膠體位於打線部位

構成密封，並預留引指下端面具有至少一外電性之導接面

，俾達成精減晶片封裝完成後結構體積、增進散熱速率之

效益效果，並因矩形塊狀引指結構而縮短傳輸距離，增進

晶片對外傳輸之效率。  

【實施方式】  

茲依附圖實施例將本創作結構特徵及其他之作用、目

的詳細說明如下：  

如附圖所示，本創作所為『精小化晶元封裝結構』設

計，係為一種可同步達成縮減電晶體其結構體積增進晶片

散熱及傳輸速率，並且降低封裝程序及材料成本諸多效益

之導線架引指及封裝結構創新改良，其至少包括有一導線

架１、晶片２、金屬導線３及經特殊規劃設計之封膠體４

所組成，其中：  

導線架１，係為一種具有複數排列金屬質引指 11所構

成之晶片外電性元件，其排列狀引指 11可依晶片２需求而

選擇設為二排或四排或其他排列數目及位置，惟各引指 11

係特別構形為矩形塊狀，以具有一承載晶片之上置面 111及

可打線並作為外電部位之一下端面 112；晶片２，係為一種

採用矽、砷化鉀或其他半導體材料所切割製成之半導體晶

片，並依需求而可作為各種功能性之晶體者；  
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金屬導線３，係為一種用以連接晶片２與導線架１各

引指 11，使晶片２獲致外電效果之金屬線，並可選擇常見

的金線構成；  

藉此，請參考第一圖所示，以該導線架１之複數矩形

塊狀引指 11其上置面 111共同承載至少一晶片２，使晶片２

以黏著物（如雙面膠等）貼固於導線架１其塊狀引指 11，

並於各引指 11其下端面 112與晶片２之間接接設有至少一

金屬導線３（打線作業），令該導線架１引指 11成為晶片２

之外電性元件；藉此並選定晶片２連接有金屬導線３之該

面部位，係以絕緣材料（例如熱固性塑膠或陶瓷等）進行

封裝作業，形成有一結構形狀精巧並將金屬導線３及兩端

連接部密封之封膠體４（其封膠體４並不侷限為矩形、圓

形或其他形狀等），且預留引指下端面 112具有至少一可與

外界連接（外電性）之導接面Ｃ，即組成本創作所為可縮

減體積之晶元封裝結構。  

運用本創作上揭導線架１引指 11結構形態以及該封膠

體４之封裝結構創新設計，由於各引指 11係構形為矩形塊

狀而具有金屬導線３連接部及外電部位（導接面Ｃ）之一

下端面 112，可應用該導接面Ｃ任何一點與外界其他設備連

接，是以使該金屬導線３連接部Ｄ與導接面Ｃ其相對距離

縮小，即可降低金屬質引指 11電阻值，進而增進訊號傳輸

速率；其次，因本創作引指貼覆晶片２處及針對金屬導線

３連接部實施一封膠體４封裝，即已達成具有保護及穩定

作用，可形成晶片２運用導線架１對外連通之電晶體，故
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藉封膠體４所設位置之局部封裝結構，係獲致電晶體體積

（封裝厚度及寬度等）縮小效益，故可降低封膠材料使用

成本，並符合現今電子產品精巧化之需求；同時，因本創

作並未針對晶片２上端面實施封裝，且可令封膠體 4於引指

11側面間形成封製（填入封膠）或未形成封裝（未填入封

膠），使引指 11多數面呈外露狀態故無習見封膠材料阻礙散

熱等情事，自可讓晶片２及導線架１獲得散熱速率增進，

尤其在貼覆有常見的散熱鰭片等散熱裝置時，即能將晶片

２所發生之熱度迅速經由其他散熱設備或裝置排出，由此

可見，本創作引指 11及封膠體４之結構形態設計，係達成

同步兼顧體積縮小、散熱、傳輸效率與成本降低等功效增

進。  

如上所述，本創作主要特徵係在導線架１與晶片２設

有金屬導線３部位實施有一封膠體４構成局部封裝結構，

基於此項結構特徵，本創作係可進一步實施令晶體更臻實

用之封裝結構，如第三圖所示，可令所述局部封裝之封膠

體４略凸出導線架１下方，並於封膠體４側部引指 11下端

面 112另設有一凸塊狀封膠體５，以於兩封膠體４、５間形

成一縫隙狀之夾持部 51及引指 11導接面Ｃ，藉此提供作為

錫球等電性連接物之嵌入部位，俾於導線架１組裝在其他

外部設備後可構成電性連結。如第四圖所示，亦可於封膠

體４側部引指 11下端面 112另設有二凸塊狀間隔對應的封

膠體５ ’，於二封膠體５ ’間形成一縫隙狀之夾持部 51’及引

指 11導接面Ｃ，藉此作為錫球等電性連接物之嵌入部位。
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次如第五圖所示，本創作亦可於晶片２與各引指 11間使用

具有導電性質之連接物６結構（例如金屬溶液固化而成或

導電塑膠等），以代替所述之金屬導線３連接結構，並可使

連接物６連結於晶片２及引指 11側面之間，令連接物６隱

藏於導線架１中間，以選定導線架１中間實施有局部性封

膠體４密封，且令該封膠體４可為與引指 11底面齊平，俾

使封裝結構更臻精簡。或如第六圖所示，本創作亦可擇用

一種下端面 112一體凸設有至少一隆凸部 113，以隆凸部 113

相鄰處之下端面 112作為金屬導線３連接部，而隆凸部 113

下端作為導接面Ｃ之引指 11結構，於下端面 112與晶片２間

連接金屬導線３，並選定凹階狀下端面 112處實施有局部性

封膠體４密封，且令該封膠體４與引指 11其隆凸部 113之導

接面Ｃ齊平，以獲致相同於前述之密封保護作用及封裝結

構更臻精簡、增進傳輸及散熱速率等效果。基於本創作上

述各種實例所示結構，並可進一步選定晶片２周圍另實施

有一封膠體７形成包圍狀之結構（如第七圖所示），藉此另

獲致更臻穩定封裝並保持散熱性良好等效果，俾令封裝完

成之晶體更臻實用。  

另者，本創作前述對金屬導線３構成局部封裝之封膠

體４結構實施例，其實施狀態並可包括：如第八圖及第九

圖所示，選定具有二排引指 11之導線架１與晶片２間之金

屬導線３部位，分別設有一可將該排引指 11局部及金屬導

線３構成共同封裝之封膠體４，而於晶片２一面形成二塊

封膠體４。次如第十圖所示，亦可選定導線架１其各引指
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11與晶片２間之金屬導線３部位，分別實施有一封裝各排

引指 11其金屬導線３部位之封膠體４，以於晶片２一面形

成數個點狀局部封裝之結構形態。又如第十一圖所示，本

創作亦可分別選定導線架１各列對稱狀二引指 11內端與金

屬導線３部位，分別設有一封裝於對稱狀二引指 11間之封

膠體４，以具有相同於前述之效果。由是可見，本創作設

於晶片２一面而局部封裝之封膠體４，其所設數目及位置

，係可視實際製造需求而簡易變化實施，並無限制；同理

，參考第十二圖所示，本創作亦可於具有四排或其他排列

數引指 11之導線架１與晶片２間，分別實施前述各種可任

意依需求而變化之封膠體４封裝結構，故凡運用本創作特

徵所為之簡易變更或置換或增加實施例者，均應包含於本

創作專利範圍中，順予指明。   

至於，本創作所述封膠體４可略凸出於導線架１下方

之實施例，其應用組裝於電性板８等其他設備時（如第十

三圖所示），係令導線架１下方之封膠體４可容置於設有開

槽 81之電性板８等其他設備，進而獲致組裝完成後輕薄及

保護打線部位之作用。  

綜上所述，本創作所為『精小化晶元封裝結構』，已確

具實用性與創作性，其手段之運用亦出於新穎無疑，且功

效與設計目的誠然符合，已稱合理進步至明。為此，依法

提出新型專利申請，惟懇請  鈞局惠予詳審，並賜准專利

為禱，至感德便。  

【圖式簡單說明】  
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第一圖為本創作封膠體局部封裝之斷面示意圖。  

第二圖為本創作封膠體局部封裝之底視示意圖。  

第三圖為本創作封膠體實施有錫球等電性連接物之示

意圖。  

第四圖為本創作具有錫球等電性連接物之另一實施示

意圖。  

第五圖為本創作以固化金屬溶液之連接物取代金屬導

線並局部封裝之示意圖。  

第六圖為本創作引指下端面具有隆凸部之實施例及局

部封裝示意圖。  

第七圖為本創作晶片周圍另實施封膠體之示意圖。  

第八圖為本創作各排引指分別局部封裝實施例之斷面

示意圖。  

第九圖為本創作各排引指分別局部封裝實施例之底視

示意圖。  

第十圖為本創作各引指分別呈點狀局部封裝之底視示

意圖。  

第十一圖為本創作各排引指分別局部封裝實施例之底

視示意圖。  

第十二圖為本創作四排引指之封裝結構示意圖。  

第十三圖為本創作導線架與電性板組裝之示意圖。  

第十四圖為習見晶片與導線架封裝結構之底視圖。  

第十五圖為習見晶片與導線架封裝結構之斷面圖。  
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申請專利範圍  

１、一種精小化晶元封裝結構，包括：  

一導線架，係具有複數個構成排列形態之塊狀引

指；一晶片；及導線架其各引指分別與晶片間連接一

金屬導線所組成，其特徵在於：  

選定該導線架其塊狀引指與晶片連接有金屬導線

之部位處設有至少一封膠體，令該封膠體對金屬導線

及連接部位構成局部封裝，並預留引指下端面具有至

少一可與外界連接之導接面，藉此組成精小化晶元封

裝結構者。  

２、如申請專利範圍第１項所述之精小化晶元封裝結構，

其中，該導線架其塊狀引指包括形成為矩形狀者。  

３、如申請專利範圍第１項所述之精小化晶元封裝結構，

其中，該封膠體所預留之引指導接面，包括可為塊狀

引指下端面具有一隆凸部，並以該隆凸部之底面構成

者。  

４、如申請專利範圍第１項所述之精小化晶元封裝結構，

其中，該引指下端其他部位可另實施有其他封膠體進

而形成一縫隙狀之錫球及電性連接物之嵌入部位。  

５、如申請專利範圍第１項所述之精小化晶元封裝結構，

其中，該封膠體之厚度可為與引指之導接面齊平。  

６、如申請專利範圍第１項所述之精小化晶元封裝結構，

其中，該金屬導線可使用具有導電性質之連接物結構

連結於晶片與引指間所取代。  
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７、如申請專利範圍第１項所述之精小化晶元封裝結構，

其中，該晶片周圍可另實施有封膠體結構。  

８、如申請專利範圍第１項所述之精小化晶元封裝結構，

其中，各該引指之間可不填充封膠或填充封膠。  
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